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Exposés

e Yves Leduc TI

3D-IC an Enabler technology and a new
Landscape

e Mario Diaz-Nava S

3D applications for Telecom & Consumer
applications

e Jean Luc Jaffard ST
3D & Image sensors
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Opportunites

Acces a la techno pour moyennes productions
Nouveau business modele
Ouverture aux eguipementiers

Evolution des métiers de la microéléctronique
dans la chaine de la valeur

Réduction taille, codt, puissance ...
+ de degrés de liberté (-> + de danger?)
Differentiation pour le client
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Spéecificités
Multi-technologies
Hétérogénéité (imageurs: électrique + optique +
mecanique)

Interactions verticales (dépendances entre
éléments)

Thermique

Test et testabilité
Fiabilite ?
Standardisation ?
Flots de conception
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Evolutions de la formation

Méetier de systémier + compliqué

Colt (Manufacturabilité)
Hétérogénéité (spectre large)

— Compromis multi-niveaux multi-domaines
— Ex: 3D médical, automobile,...

Thermique, test, fiabilité ...
3D CAD
MPW 3D (CMP)



